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Flux SystemFine-pitch Powder WelcoTM AP520 
Paste

Welco AP520
パウダータイプ６、７　はんだペースト

主な特徴

最高峰の低ボイド性能
スプラッシュやビーディングなし
高品質Welcoはんだ粉を使用
純水洗浄可能
タイプ６には開口90um、タイプ７には開口
55umのステンシルを使用し、確実な印刷が可
能

Welco AP520 SAC305 ペーストは、最新技術の水溶性はんだペーストで、タイプ6とタイプ7どちらも
ご利用いただけます。System-in-Packageにおける狭ピッチのコンポーネントと、Flip chip向けに設計
されています。長い作業時間でも、ステンシル開口からの印刷性に優れ、飛散やボイドの発生を最小
限に抑えることができます。また、このはんだペーストは、受動部品とフリップチップに対して一度の
印刷で済ませることができます。

ウェルコパウダー 　フラックス　 ウェルコAP520ペースト
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Welco AP520　タイプ７ 0H 4H 8H 12H

スクエア開口

サークル開口

12時間の連続印刷と8時間のステージ時間中も、チップ浮き、はんだビーディン
グ、ブリッジを抑制
ボイド発生を10%未満に抑制

3回リフロー後も一貫して低ボイドに抑制
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オールインワン印刷

ステンシル開口55um ラインスペース35um, ステンシル厚み25um, 印刷比率0.55, ENIG表面
12時間以上の連続印刷でドット欠けやブリッジが発生しない

使用による利点 
工程短縮
フラックスコストと基板事前
はんだづけコストの削減
コールドジョイントや不完全
なはんだ形状の印刷を抑制Stencil Printing

Passive & Flip-Chip
Pads Printing

Placement of SMDs & Flip-chip Reflow Solderingステンシル印刷 　SMDとフリップチップ実装 はんだリフロー

Welco AP520　タイプ７ 
008004コンポーネントでの印刷・ステージ

0H 12H
12H+8H 
STG+CA

12H+CA
8H STG

Welco AP520　タイプ７ 複数回リフロー後のボイド確認

1x Reflow 3x Reflow

3x Reflow1x Reflow
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Solder Voids at ENIG Pad Size 500 x 640um

受動部品・フリップチ
ップパッド印刷


